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安徽晶赛科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

 

一、 投资者关系活动类别 

□特定对象调研  

□业绩说明会  

□媒体采访  

□现场参观  

□新闻发布会  

√分析师会议  

□路演活动  

□其他  

 

二、 投资者关系活动情况 

活动时间：2024 年 12月 11日 

活动地点：上海浦东新区陆家嘴世纪大道 8号丽思卡尔顿酒店 

参会单位及人员：东吴证券股份有限公司及报名参加东吴证券 2025 年度策

略会的投资者 

上市公司接待人员：董事会秘书胡丹先生 

 

三、 投资者关系活动主要内容 

董事会秘书胡丹先生介绍了公司业务的基本情况并就投资者关心的问题进

行了交流，主要问题及回复概要如下： 



问题 1：请问目前石英晶振行业现状 

答复：从目前看，随着前期市场库存逐渐消耗完毕，石英晶振行业整体需求

有所回暖，但仍处于供大于求的阶段，市场增量不是很明显。产品市场竞争激烈，

谐振器品类的竞争尤为突出，部分行业公司正转变发展思路，积极转型，向高端

化产品进行布局。 

 

问题 2：请问公司如何看待石英晶振行业未来发展前景 

答复：随着全球信息化、数字化进程的加速推进，5G 网络、物联网的逐渐

普及，人工智能浪潮的兴起，汽车电子、电力与能源、工业设备、医疗电子等市

场的推动，以及国产替代化进程的加速和国家政策的大力支持，市场应用场景扩

展和升级，石英晶振行业市场规模仍将呈现增长趋势。 

 

问题 3：请介绍公司超高频晶振产品的应用场景 

答复：超高频产品主要是指频率在 100MHZ 以上的晶振，产品主要应用在光

模块、光通讯、FTTR(光纤入户)等使用场景。公司目前已经开发出高频光刻晶片，

未来将持续加强市场拓展，满足客户多场景的使用需求。 

 

问题 4：请问公司音叉晶振的生产及市场拓展情况 

答复：公司音叉晶振产品已完成产能布局，在消费电子、定位模组、电表等

业务领域的拓展初见成效。未来，公司将通过加强内部管控、优化工艺流程等管

理措施，提高产品的市场竞争力，优化公司产品结构。 

 

问题 5：请介绍公司的光刻工艺 

答复：公司的光刻工艺应用于晶振制造及晶片制造方面，主要包括小尺寸晶

振、超高频晶振及音叉晶体的制造。 

 

问题 6：公司目前车规级产品的主要应用场景及市场拓展情况 

答复：车规级产品主要应用在整车制造、BMS（电池管理系统）、汽车仪表等

场景。目前公司已经通过部分汽车电子厂商供应商的认证并实现批量出货，后期



将加大市场拓展力度，积极接洽下游客户，努力提升产品销量。 

 

问题 7：公司将在哪些产品和领域进行重点布局 

答复：公司将聚焦高频晶片及小尺寸产品的研发，重点推进音叉晶振、温补

晶振等产品的小型化，在汽车电子、光模块等领域进行重点拓展。 

 

 

 

 

安徽晶赛科技股份有限公司  

董事会  

2024 年 12 月 13 日  
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